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株式会社フェローテックホールディングス 

会社説明会 
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商 号 株式会社フェローテックホールディングス 

設 立 1980年9月   （創立37年目） 

本 社 東京都中央区日本橋2-3-4 

上 場 JASDAQスタンダード 電気機器 （証券コード：6890）  

代 表 者 代表取締役社長 山村 章   

事 業 内 容 

• 事業子会社の経営管理及び各製品の研究開発 

グループ会社の製品 

• 半導体・FPD製造装置に使用されるマテリアル製品 

• 冷熱素子サーモモジュール・磁性流体・パワー基板 

資 本 金 13,215百万円 

関 連 会 社 【連結子会社】33社 【持分法適用子会社】6社  

従 業 員 【連結】5,692名   （メインは中国工場） 

会社概要 
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4月1日より、持株会社へ移行 

株式会社フェローテックホールディングスへ 

グループの戦略機能の強化 

ガバナンスの強化 

グループシナジーの発揮 

持株体制への移行 

持株会社はグループ会社の経営管理や研究開発業務を担い、 

経営環境のグローバル化に対応し、今後も継続的な成長・発展を実現します。 
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慶応大学卒業後、米国ノースイースタン大学院へ留学 

助手をしながらサーモ・モジュールを研究テーマとする 

卒業後、ボストンのケンビオンに入社しハンドブックを著す 

米国親会社の副社長時代に帰国し、1980年に当社を設立 

社長のご紹介 

 社長 山村 章 



5 

投資家の皆様に興味を持って頂くための逸話 

（社長の兄は、１１代 山村 新治郎氏 千葉県佐原 ） 

（父上は、第３次池田内閣で行政管理庁長官） 

 

 

よど号ハイジャック事件    1970年3月31日 

日本航空351便（よど号）が、武器を持った日本赤軍派等の犯人グループにより 

ハイジャックされ、北朝鮮に向かうよう指示した。 

事件解決の為に、運輸政務次官山村新治郎が乗客等１０３名の身代わりとなることで 

人質全員を解放し、その後犯人グループとともに北朝鮮に向かった。 

犯人全員は当局に投降、機長と山村政務次官らは4月5日に無事に帰国した。 

 

代表取締役 社長 山村 章 

社長のご紹介 
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生立ちとM&A戦略 
お手元資料 19-20Ｐ 
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事業セグメント         お手元資料-21Ｐ 

装置関連セグメント   電子デバイスセグメント  太陽電池セグメント 

※ 円グラフは2017年3月期時点の売上高に占める各セグメントの割合 

44％ 

  真空シール              石英製品 磁性流体 

サーモモジュール 

パワー半導体用基板 

太陽電池用シリコン（OEM） 

単結晶   多結晶  PV用ウエーハ 

消耗品群 

   石英坩堝        角槽坩堝 

セラミックス製品    

19％ 25％ 

CVD-SiC    

ＰＶ用セル 
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21,628 
26,566 

31,405 32,243 

6,609 

9,679 

13,328 12,627 
13,203 

17,948 

18,505 18,773 

3,304 

4,884 

6,224 
10,204 

14/3期 15/3期 16/3期 17/3期

装置関連 電子デバイス 太陽電池 その他

44,745

59,078

69,463

73,847

505
1,523

3,148

4,234

733

1,459

2,467

2,594

△ 386
△ 1,272 △ 1,692

△ 1,184

8

111

143

244

14/3期 15/3期 16/3期 17/3期

装置関連 電子デバイス 太陽電池 その他

798

1,671

4,024

5,678

業績推移            お手元資料-21Ｐ 

（百万円） 

売 上 高 の 推 移 営 業 利 益 の 推 移 

（百万円） 



部材・部品
メーカー 

• 機能部品 

• 消耗材 

製造装置 
メーカー 

• 半導体ＦＰＤ 

• 設計・製造 

デバイス  
メーカー 

• ＮＡＮＤメモリ 

• ＩＣチップ 

製品セット
メーカー 

• 携帯端末 

• サーバー 

• 家電 

販売ルート 

• 通信会社 

• 量販店 

• システム会社 

企業・個人 

• 一般個人 

• WEBサービス 

• 金融機関   

当社の位置付け 



部材・部品
Ferrotec 

• 機能部品 

• 消耗材 

製造装置 
メーカー 

• 半導体ＦＰＤ 

• 設計・製造 

デバイス 
メーカー 

• ナンドメモリ 

• ＩＣチップ 

製品セット
メーカー 

• 携帯端末 

• サーバー 

• 家電 

販売ルート 

• 通信会社 

• 量販店 

• システム会社 

企業・個人 

• 一般個人 

• WEBサービス 

• 金融機関   

当社の位置付け 
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装置関連セグメント：真空シール    資料-9Ｐ 

半導体

半導体・ＦＰＤ・LEDなどの 

製造設備用部品 

主な顧客名： 

東京エレクトロン・日立国際 

アルバック・キャノントッキ・ 

日本電産サンキョー・安川電機 

その他、海外メーカー 

・半導体市場 

・LED市場 

・FPD市場  

市場シエア 65％ 

磁性流体が空気を遮断し、
密封空間をシールします。
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装置関連セグメント：石英・セラミックス 資料11Ｐ 

 オーバーフロー槽
薬液処理のウェハー
洗浄工程で使用され
ます。

半導体・LEDなどの 

設備稼働に連動します。 

東京エレクトロン 

スクリーンHD・日立国際・ 

日立ハイテク・製造装置 

東芝等のデバイスメーカー上
海ＳＭＩＣ・台湾ＴＳＭＣ等のフ
ァウンドリーに納めます 

・台湾メモリーメーカー   

・アジア、国内ＯＥＭ、米国大手OEM 

市場シエア 12％ 
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技術トレンドと新たな半導体需要 

技術トレンド 半導体市場への影響 

IoT 
様々なデバイスが新たにネットワークに接続される 

⇒新規分野での半導体需要（ディスクリート、パワー系）が増加 

3D-NAND 
微細化、高速大容量デバイスへの置換え需要が発生 

⇒プロセス工程の複雑化に伴う消耗品需要が増加 

ビッグデータ 膨大なデータ解析用途に半導体メモリ需要が増加 

AI 
ビッグデータの活用による集積データ量の増加 

⇒メモリ、センサー等の需要が増加 

自動運転 新たな機能の追加に伴う部材需要の増加 

移動通信システム
（5G） 

高速大容量化、多数端末接続の増加 

⇒エッジサーバー用のメモリ、センサの需要増加 

パワー半導体 
世界的な省電力化の流れ 

⇒インバータ化による需要拡大 

半導体需要は長期化が予想される         小さい資料-7Ｐ   
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当社製品の半導体工程カバー領域 

開
始    検査 

   熱処理・ 
   酸化・CVD 

   ウェーハ 

   洗浄 
    エッチング 

レジスト 
 処理 

パターン 
  形成 

  シリコン 
  ウェーハ生成 

単結晶 
インゴット引上 

～ 一般的な半導体製造工程（一部省略） ～ 
前工程 

当

社

製

品

の

対

応

領

域 

石英 

セラミ
クス 

シリ 
コン 

真空 
シール 

洗浄 

蒸着、エッチング装置向け等 洗浄、酸化、拡散装置向け 

加工装置向け 
熱処理装置 

向け 

ウェーハ向け エッチング向け 
熱処理装置 

向け 

エッチング向け 

全段階でのフォローサービスとして対応 

ウェーハ検査 

(プローブカード) 

半導体製造前工程のほとんどで、当社製品が使用されています。 

ウェーハ製造工程 後
工
程
へ 

蒸着、エッチング装置向け等 

受託 
加工 

全段階へのサービスとして対応 

CVD 
SiC 

蒸着、エッチング装置向け等 洗浄、酸化、拡散装置向け 
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製品群の広さでトレンドをカバー 

                                小さい資料-9Ｐ 

技術革新に伴う半導体需要に対応し増産体制を実施 

  真空シール   

CVD-SiC    セラミックス製品    受託加工    石英製品 

  シリコンパーツ  

当社の半導体関連製品 

パワー半導体 

通信 

3D-NAND 

IoT 

etc… 

全ての 

技術トレンドに 

対応可能 
ビッグデータ 

次世代技術 

  装置洗浄     パワー半導体   
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生産能力の拡大-半導体マテリアルその１ 

本年7月に竣工 ８インチ ウエーハの製造を開始 資料-10Ｐ 

上海工場では既に月産15万枚の生産設備を構築 

→18年前半より、追加投資を予定 

銀川8インチインゴット工場 
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生産能力の拡大-半導体マテリアルその2 

石英製品の製造設備を増強 

３D-NANDフラッシュメモリーの需要増を取り込む 

中国の製造ラインを順次増設、拠点の新設でさらに増産を計画 

→2018年3月期までに約５割の生産能力増強を予定 



20 

生産能力の拡大-半導体マテリアルその３ 

CVD-SiCの韓国工場が稼働  

CVD-SiC製品 韓国新工場の外観 

2017年6月より韓国工場が稼働開始 

→2019年3月期までにグループ売上の倍増を目指す 
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新規事業の強化-洗浄事業 

製造装置洗浄工場の拠点拡大 

半導体・FPD・有機ELの工場建設に伴い、顧客より強い増産要請あり

→3月に4か所目となる工場を中国の大連で稼働開始 

  今後も更に2拠点を追加予定 

30％超 

竣 工 セ レ モ ニ ー の 様 子 3 月 竣 工 の 大 連 工 場 
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電子デバイス事業     大きな資料-14Ｐ 

サーモモジュール

磁性流体

パワー半導体用基板
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コア技術 サーモモジュールご紹介 

９０秒動画 
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電子デバイスセグメント：サーモモジュール 

・医療検査、バイオ機器 

・民生用途（家電・店舗） 

・移動通信用機器 

・パワー半導体用基板 

米）温調シートメーカー 

総合家電メーカー 

分析機器メーカー 

自動車 

47% 

自動車 

その他 

2% 

半導体 

7% 

光学 

4% 

バイオ 

8% 

通信機器 

[値] 

理科学 

3% 

民生 

8% 

パワー基板 

6% その他 

7% 

市場シエア36％ 

熱を移動し対象物を冷やす 
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コア事業製品の強化-パワー半導体製品 

パワー半導体製品 

市場は2025年までに30%超の成長*を予想 

→増産体制を構築中 

24,020  

29,239  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2016年 2025年予測 

（億円） 

※(株)富士経済のデータより当社作成 

30％超 

  

パワー半導体の世界市場 
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株主還元強化し、持株会社化への記念配2円を  
含む18円の配当を実施 

今期は、２円増配の２０円を計画 

（円） 中間 期末 合計 

17/3期 予定 6.0 12.0 18.0 

18/3期 計画 10.0 10.0 20.0 

株主還元 




